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(3) Verfahren zum Freilegen von AntennenanschluSflachen einer Chipkarte 

(§) Das Verfahren eignet sich zum Freilegen von Antennen- 
anschlulSflachen einer im wesentlichen vollstandig in et- 
nem Kartengrundkorper einer Chipkarte eingebetteten 
Antenne. Bei dem Verfahren wird eine Kavitat in den Kar- 
tengrundkorper eingearbeitet und im Bereich der Kavitat 
die Anschluflflachen mittels eines Lasers zumindest be- 
reichsweise freigelegt. Das Freilegen der AnschluBfla- 
chen soli verbessert und die Sicherheit erhoht werden. 
Hierzu wird die Kavitat durch Mate rial a bt rag unter Belas- 
sung einer die Anschluftflachen vollstandig abdeckenden 
Schutzschicht hergestellt und anschliefcend durch Zersto- 
ren der Schutzschicht mittels des Lasers die Anschlufcfla- 
chen freigelegt. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Freilegen von 
AntennenanschluBflachen einer im wesentlichen vollstandig 
in einem Kartengrundkorper einer Chipkarte eingebetteten 
Antenne, bei dem eine Kavitat in den Kartengrundkorper 
eingearbeitet wird und im Bereich der Kavitat die AnschluB- 
flachen mittels eines Lasers zumindest bercichsweise freige- 
legt werden. 

Eine neuere Entwicklung auf dem Bereich der Chipkarten 
ist die Kombination aus kontakdoser und kontaktbehafteter 
elektrischen Funktion in einer Karte. Diese Kombination 
kann im wesentlichen auf zwei verschiedene Weisen erzielt 
werden. Zum einen kdnnen die beiden elektronischen Sy- 
steme vollkommen getrennt voneinander in einer Karte un- 
tergebrachl werden, das heiBt, daB zwei elektronische 
Schaltkreise (Chips) unabhangig voneinander arbeiten. Es 
besteht aber auch die Moglichkeit, daB die kontaktlose, und 
die kontaktbehaftete Funktion von einem elektronischen Sy- 
stem (Einchiplosung) mit Zugriff auf einen gcmeinsamen 
Speicherbereich erfolgt. Diese Einchiplosung wird als Kom- 
bichiplosung, bzw. die daraus resultierende Karte als Dual- 
Intertace- Karte bezeichnet. 

Bei derartigen Dual-Intertace-Karten wird der Kartenkor- 
per durch ein Zusammenlaminieren von mehreren Kunst- 
stoffolien hergestellt. Der Verbund wird durch ein Zusam- 
menschmelzen der Folien unter Druck und erhohter Tempe- 
ratur erzielt. Die obersten Lagen laminierter Karten enthal- 
ten in alter Regel das spatere Druckbild der Karte, daB durch 
Schutzfolien (Overlay folien) vor Zerstorungen geschiitzt 
wird. Die Kernlage der Dual-In tertace- Karte bildet das Inlet. 
Dieses wird von einer Folie mit Antenne gebildet. Diese An- 
tenne kann aufgedruckt, strukturgeazt oder mit Kupferdraht 
hergestellt werden. Die unterschiedlichen Antennenformen 
unterscheiden sich in ihren elektrischen und mechanischen 
Eigenschaften sehr deutlich. So konnen die gedruckten und 
geatzten Antennen mit einer hohen Bildgenauigkeit herge- 
stellt werden, wobei die Dicke zwischen 20 und 40 um liegt. 
Das hat den Vorteil, daB die geringe Schichtdicke der ge- 
druckten bzw. geatzten Antenne die mechanischen Eigen- 
schaften der Karte kaum beeinfluBt. Ein Nachteil ist darin zu 
sehen, daB die Kontaktfindung der AntennenanschluBfla- 
chen, die durch die daruberliegenden Folien beim Laminie- 
ren verdeckt werden, erschwert ist. Bei verlegten Antennen 
liegt die Drahtstarke zwischen 80 und 150 um. Dabei ist der 
EinfluB auf die mechanischen Eigenschaften der Karte 
schon sehr deutlich. Besonders die unterschiedlichen Aus- 
dehnungseigenschaften von Kupfer und der Kunststoffolie 
kommen dabei stark zur Wirkung. Dies kann zu krummen 
Karten nach dem Laminieren fuhren. Die verlegte Antenne 
ist in ihrer mechanischen Genauigkeit deutlich hinter der ge- 
druckten bzw. geatzten, hat aber zwei entscheidende Vor- 
teile. Der eine ist der deutlich geringere Preis pro Antenne 
und der zweite ist die, durch die dickere Materialstarke ein- 
fachere Kontaktfindung beim derzeit verwendeten Anfrasen 
der AnschluBkontakte. 

Ein gattungsgemaBes Verfahren wird in dem 
DE 297 03 548 Ul beschrieben. Dort wird bei der Herstel- 
lung von Kombikarten die Kavitat fur das Chipmodul in den 
Kartengrundkorper eingefrast. Damit aufgrund der relativ 
groBen Lagetoleranz der AntennenanschluBflachen, die 
durch den Laminiervorgang verursacht wird, keine allzu 
nachteilige Zerstorung durch das Einfrasen erfolgt, werden 
die Antennendrahte im Bereich der AnschluBflache in Tei- 
labschnitten durch die Antennenfolie bundig zu deren Un- 
terseite gedriickt. Hierdurch wirkt sich ein Einfrasen in den 
Antennendraht nicht nachteilig aus. Zusatzlich konnen dann 
die AntennenanschiuBbereiche durch Laserstrahlung von 



eventuellen Plastikresten gereinigt werden. 

Aus der US 5519201 ist ebenfalls ein Hersteliungsvor- 
gang fur eine Chipkarte beschrieben. Bei diesem Verfahren 
wird auf einem ersten Substrat eine AntennenspuLe mit Kon- 

5 taktflachen angeordnet. Auf die Antennenspule wird ein 
zweites Substrat angeordnet und anschlieBend die Kontakt- 
flachen freigelegt sowie eine Aufnahmetasche fur ein Chip- 
modul eingearbeitet. Das Freilegen der Kontaktflachen und 
das Einarbeiten der Aufnahmetasche konnen mittels Laser- 

10 technik erfolgen. AbschlieBend wird ein drittes Substrat auf- 
gebracht, in das ein Fenster z. B. mittels Lasertechnik einge- 
arbeitet wird. Am Grunde des Fensters befindet sich dann 
die Offnung fur die Kontaktflachen und die Aufnahmeta- 
sche. AnschlieBend werden Stecker in die Offnungen fur die 

15 Kontaktstcilcn eingesteckt, so daB diese in das Fenster hin- 
einragen. Ein ins Fenster und die Aufnahmetasche einge- 
setztes Chipmodul kommt dann mit nach unten weisenden 
Kontakten mit dem Steckstiften in Kontakt. 

Eine weitere Variante zur Vermeidung von zu groBen 

20 Schaden im AnschluBbereich der Antenne durch das Einfra- 
sen der Kavitat ist in der DE 196 47 846 CI beschrieben. 
Bei dieser Chipkarte werden die Antennendrahte im Bereich 
der AnschluBflachen stufenweise verlegt, so daB beim Frei- 
frasen der Kavitat, trotz der relativ groBen Lagetoleranz, mit 

25 Sicherheit an einer S telle die AnschluBflache freigelegt 
wird. 

Ein weiterer Losungsansatz zum Freilegen der Antennen- 
anschluBflachen besteht darin, daB die Kontaktflachen elek- 
tronisch iiber eine Widerstandsmessung dedektiert werden. 

30 Allerdings ist diese Vorgehensweise sehr aufwendig, wes- 
halb sie sich zur Zeit in der Praxis nicht durchsetzen kann. 

Die bislang verwendeten Freilegungsverfahren konnen 
nur bei Drahtantennen angewendet werden, da diese eine 
Mindestdicke aufweisen, die beim Freifrasen der AnschluB- 

35 flachen eine groBere Sicherheit bieten. Ein weiteres Problem 
besteht bei den oben beschriebenen Verfahren darin, daB 
aufgrund der Fertigungstoleranz und insbesondere durch das 
dreidimensionale Verlegen der Drahte im Bereich der An- 
schluBflachen die genaue Lage des freigelegten Fiachenab- 

40 schnitts nicht genau vorherbestimmbar sind. Zwar ist es re- 
lativ einfach Abweichungen in der Tlefenposition der An- 
schluBflachen auszugleichen. Jedoch bestehen Probleme bei 
einer seitlichen Verschiebung der freigelegten Flachen. Ein 
weiterer Nachteil im Stand der Technik besteht darin, daB 

45 die AntennenanschluBflachen teilweise zerstort werden, 
weshalb sich eine Qualitatsverschlechterung einstellen 
kann. In aller Regel ist es aber gewiinscht, die AnschluBfla- 
chen so lange wie moglich vor auBeren Einfliissen zu schut- 
zen, so daB sich keine Beeintrachtigungen bei der spateren 

50 Kontaktierung durch Einsetzen des Chipmoduls ergeben. 
Daruber hinaus ist es wunschenswert, auBer Antennenfolien 
mit aus Draht verlegten Antennen auch bedruckte oder 
strukturgeatzte Antennenfolien zu verwenden. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 

55 Verfahren zum Freilegen von AnschluBflachen bei Chipkar- 
ten bereitzustellen, daB trotz relativ groBer Lageungenauig- 
keit der AnschluBflachen in der Tiefe der Chipkarte ein si- 
cheres und qualitativ hochwertiges Freilegen ermOglicht. 
Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 

60 daB die Kavitat durch Materialabtrag unter Belassung einer 
die AnschluBflachen vollstandig abdeckenden Schutz- 
schicht hergestellt wird und daB anschlieBend durch Zersto- 
ren der Schutzschicht mittels des Lasers die AnschluBfla- 
chen freigelegt werden. 

65 Der Hauptmaterialabtrag zur Hersteilung der Kavitat wird 
z. B. weiterhin durch Frasen hergestellt. Allerdings wird zu- 
mindest im Bereich der AnschluBflachen mit einem so gro- 
Ben Abstand gearbeitet, daB immer eine vollstandige 



DE 198 31 565 C 1 



Schutzschicht auf den AnschluBfiachen verbleibt. Beim 
nachfolgenden Handling des Kartengrundkorpers sind somit 
die AnschluBfiachen vor auBeren Einfliissen weiter ge- 
schutzt. Dies ist insbesondere notwendig, da eine Reinigung 
der Kavitat von Spanresten cxler z. B. eine Entgratung unter 
Umstanden notwendig ist. Auch konnen derartig vorgefer- 
tigte Kartengrundkorper besser auf Lager gehalten werden, 
da eine Beeintrachtigung der AnschluBfiachen nicht zu be- 
fdrchten ist. Die Freilegung der AnschluBfiachen mittels des 
Lasers erfolgt dann im wesentlichen unmittelbar vor Ein- 
bringen des Chipmoduls. Die Energie des Lasers ist so ab- 
stimmbar, daB zwar die Schutzschicht zerstort wird, jedoch 
die AnschluBfiachen unbeeintrachtigt verbleiben. Die Tie- 
fenlage der AnschluBfiachen spielt bei einem derartigen 
Freilegungsverfahren keine allzu groBc Roile, da der Abtrag 
des Lasers jeweils genau an dieser S telle endel. Hierdurcn 
Lassen sich die AnschluBfiachen mit auBerst exaktem Ab- 
stand zum Mittelpunkt der Kavitat freilegen, so daJ3 diese 
Toleranzschwankungen auBerst gering sind. Der Laser wird 
bevorzugt auf die verwendcten Kartenmaterialien abgc- 
stimmt, um diese Wirkung zu erzielen. Dieses Verfahren 
laBt sich ohne Riicksicht auf den Typ der verwendeten An- 
tennenfoiie anwenden. Durch die relativ diinne Schutz- 
schicht muB nur eine geringe Lascrenergie fur dercn Zcrsto- 
rung aufgewandt werden. 

Zwar ist es aus der DE 297 03 548 Ul bekannt, die durch 
Frasen freigelegten AnschluBfiachen von Plastikresten mit- 
tels eines Lasers zu reinigen. Hieraus ergibt sich jedoch nur 
die Lehre, daB die durch das Frasen entstehenden Plastikre- 
ste, die gegebenenfalls noch an Wandbereichen der Kavitat 
anhaften, durch den Laser entfernt werden. Ein vollstandi- 
ges Freilegen der AnschluBfiachen unter vorheriger Beibe- 
haltung einer Schutzschicht kann sich schon deshalb fur ei- 
nen Fachmann nicht aus dieser Druckschrift ergeben, weil 
diese zum Thema eine Ausfuhrungsform hat (siehe An- 
spruch 1 dieser Druckschrift), die zur verbesserten Freile- 
gung der AnschluBfiachen durch Frasen unter Umgehung 
des Toleranzproblems durch das Laminieren dient. Hierzu 
werden die Drahte im Bereich der AnschluBfiachen auf die 
Gegenseite der Antennenfolie gedriickt. Eine solche Vorge- 
hensweise eignet sich aber nicht fur bedruckte oder struktur- 
geazte Antennenfolien. 

In aller Regel ist es gemaB einer Ausfuhrungsform ausrei- 
chend, wenn die Schutzschicht in einer Starke von 50 bis 
250 um hergestellt wird. Bei der Verwendung von z. B. ge- 
atzten Antennen mit einer hohen Bildgenauigkeit liegt die 
Dicke der Antennenstruktur bei 20 bis 40 um. Unter Beach- 
tung der Toleranzschwankungen beim Zusammenlaminie- 
ren bietet eine derartig diinne Schutzschicht eine ausrei- 
chende Sicherheit vor dem Einfrasen in die AnschluBspuien. 
Die Schwankung in der Schichtdicke der Schutzschicht er- 
gibt sich auch insbesondere durch diese Toleranzschwan- 
kung. Daruber hinaus ist eine solche Schutzschichtstarke 
auch ausreichend, um die AnschluBfiachen vor auBeren Ein- 
flussen zu schutzen, so daB sich das Handling und die Lage- 
rung derartiger Kartengrundkorper erleichtert. 

Am kostengiinstigsten kann mit ausreichender Genauig- 
keit der Materialabtrag zum Erzeugen der Kavitat durch 
Frasen erfolgen. Hierzu bedarf es auch keiner Anderung be- 
reits bestehender Fertigungslinien bezuglich der Hers tel lung 
der Kavitat. 

Eine vorteilhafte Vorgehensweise zur Freilegung der An- 
schluBfiachen besteht darin, daB der Laser in Form von sich 
uberlappenden Linien gefuhrt wird und somit die Schutz- 
schicht scheibchenweise abtragt. Durch diese Vorgehens- 
weise laBt sich der Laser besser fokussieren und eine ge- 
nauerc Kontor kann gefahren werden. Auch die Eindring- 
tiefe l£Bt sich so besser bestimmen oder erhohen. 



Als Beispiel dafur konnen konzentrische Kreisringe, be- 
ginnend mit dem groBten Durchmesser von 1 mm, bevor- 
zugt 0,8 mm, bis zum kleinsten Durchmesser von 0,1 mm, 
bevorzugt 0,2 mm, in 0,2 mm und/oder 0,1 mm Schritten 
5 gelasert werden. Diese Vorgehensweise leistet einen groBen 
Beitrag dafur, daB der Laser moglichst nur geringen EinfluB 
auf den Chipkartengrundkorper ausiibt. Die Menge der fur 
dieses schrittweise Lasem einzubringenden Warme ist zu- 
mindest so gering, daB angrenzende Bereiche des Karten- 

10 grundkorpers nicht beeintrachtigt werden. 

Um eine moglichst geringe Beeintrachtigung der Umge- 
bung zu verursachen, konnen die durch Zerstoren der 
Schutzschicht erzeugten Dampfe von einer Absauganlage 
entfernt werden. 

15 Gunstigerweise kann die Saug wirkung der Absauganlage 
derart eingestellt werden, daB Werkstoffpartikel, die beim 
Zerstoren der Schutzschicht erzeugt werden, unmittelbar 
von der Bearbeitungsstelle abgesaugt werden. Die Saugstro- 
mung soli nicht nur eventuell schadliche Dampfe, sondem 

20 auch ganze losgeloste Partikel absaugen. Dies ist insbeson- 
dere vorteilhaft, wenn die Laserbehandlung unmittelbar 
nach dem Frasen erfolgt, dadurch die Absauganlage auch 
vom Frasen ubriggebliebene Partikel absaugt. 

Als auBerst vorteilhaft hat sich auch eine Verfahrensva- 

25 riante herausgestellt, bei der in einem Regelkreis die Schutz- 
schicht in vorgegebenen Schritten zerstort wird, ansch lie- 
Bend eine elektrische Uberprufung der AnschluBfiachen er- 
folgt und gegebenenfalls eine unzureichend zerstbrte 
Schutzschicht mit dem Laser nachbearbeitet wird. Bei einer 

30 solchen Vorgehensweise kann durch ein fest vorgelegtes 
Programm eine in bestimmten Schritten erfolgte Vorabfrei- 
legung der Schutzschicht erfolgen. Sollten bei den Chipkar- 
tengrundkorpem groBere ToieranzausreiBer vorhanden sein, 
so werden diese anschlieBend durch die elektrische "Ober- 

35 priifung entdeckt und konnen durch eine nochmauge Nach- 
bearbeitung des Lasers wieder in den Kreislauf eingebunden 
werden. 

Aufgrund der Tatsache, daB mit dem Laser die unter- 
schiedlichsten Freilegungsformen erzielbar sind (so sind 

40 z. B. eckige Formen ohne weiteres herstellbar), ist es als zu- 
satzliche MaBnahme empfehlenswert, neben der elektri- 
schen Uberprufung auch eine optische Uberprufung der An- 
schluBfiachen durchzufuhren. Hierbei wird z. B. festgestellt, 
ob samtliche Werkstoffparukel ausreichend entfernt sind. 

45 Auch Beschadigungen der AnschluBfiachen, die z. B. durch 
das Laminieren entstanden sein konnten, lassen sich hier- 
durcn aufdecken. 

Die Kartengrundkorper der Chipkarten konnen auf einer 
Rundtischvorrichtung angeordnet und schrittweise von ei- 

50 ner Beladestation zu dem Laser, dann zu einer elektrischen 
Uberpriifungsstation, gegebenenfalls anschlieBend zu einer 
optischen Uberpriifungsstation und anschlieBend zu einer 
Endadestation bewegt werden. Demnach konnen an einer 
Maschine samtliche Funktionen durch Anordnen der ver- 

55 schiedensten Stationen durchgefuhrt werden, wobei in ein- 
facher Weise ein Regelkreis erzeugbar ist. Die bei der Ober- 
priifung als fehlerhaft erkannten Karten konnen entweder 
entfernt oder einem nochmaligen Bearbeitungskreislauf un- 
terzogen werden. Es ist heutzutage ausreichend beherrsch- 

60 bar besetzte Platze auf dieser Rundtischanordnung zu be- 
stimmen und den Bearbeitungstakt entsprechend anzupas- 
sen bzw. eine Hauptbearbeitung oder Nachbearbeitung 
durchzufuhren. 

Gunstigerweise konnen z wise hen den Stationen die Kar- 

65 tengrundkorper auf der Runduschvorrichtung gepuffert wer- 
den. Die Rundtischvorrichtung weist dann einfach mehr 
Aufnahmcstellen auf, als Bearbeitungsstationen an dieser 
angeordnet sind. 
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Zusatzlich konnen nachfolgend der Uberpriifiingsstatio- 
nen fehlerhafte Kartengrundkorper durch eine Auswerfsta- 
tion von der Rundtischvorrichtung entfemt werden. Gege- 
benenfalls kann eine derartige Auswerfstation erst tatig wer- 
den, wenn auch eine Nachbearbeitung des Chipkartengrund- 5 
korpers nicht zum Erfolg fuhrt. 

Im folgenden wird ein Verfahren zum Freilegen von An- 
tennenanschluBflachen der Chipkarten anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Frasvorgangs 10 
zur Herstellung einer Kavitat in einem Chipkartengrundkfcr- 
per, 

Fig. 2 eine vergroBerte schematische Querschnittsdarstel- 
lung der freigefrasten Kavitat aus Fig. 1 , 

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Zerstorens der 15 
Schutzschicht oberhalb der AnschluBflachen durch einen 
Lasers trahl, 

Fig. 4 eine schematische Querschnittsdarstellung einer 
freigelaserten AnschluBflache, 

Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf die in Fig. 4 dar- 20 
gestellte, freigelaserte AnschluBflache, 

Fig. 6 eine schematische Darstellung des Freilaserns ei- 
ner durch verlegten Antennendraht gebildeten AnschluBfla- 
che, 

Fig. 7 eine schematische Darstellung des Freilaserns ei- 25 
ner strukturgeatzten AntennenanschluBflache, und 

Fig. 8 eine schematische Draufsicht einer Rundtischan- 
ordnung zum Freilegen der AnschluBflachen und Uberpru- 
fen derselben. 

Bevor ein Chipkartengrundkorper 1 zur Verfugung steht, 30 
werden verse hiedene Folien, die unterschiedlichsten 
Zwecke erfiillen, durch Zusammenschmelzen unter Druck 
und Temperatur zusammenlaminiert. Urn aufgrund der Me- 
tallanteile der Antennenfolie keinen Verzug beim Laminie- 
ren zu erhalten, wird die Antennenfolie im Zentrum des 35 
Kartengrundkorpers 1 angeordnet. Der Grund liegt darin, 
daB Metall und Kunststoffe unterschiedliche Ausdehnungs- 
eigenschaften haben. Bevorzugt wird fur die Antennen Kup- 
fer als Material verwendet. Bei dem in den Figuren darge- 
stellten Kartengrundkorper 1 ist dieser Schichtaufbau aus 40 
Vereinfachungsgrunden nicht dargestellt. Es ist aber in der 
Zukunft damit zu rechnen, daB irgendwann auch das Ein- 
spritzen der Antennen in einen Kartengrundkorper mit 
SpritzguBtechnik in gewunschter Weise erreichbar sein 
konnte. Zwar kann die Erfindung auch bei gespritzten Kar- 45 
tengrundkorpern 1 angewendet werden. Jedoch stellt sich 
das Problem hauptsachlich bei einem Schichtaufbau, da 
hierdurch die Antenne vollstandig in den Kartengrundkor- 
per 1 eingebettet wird. Die Antenne 2 wird entweder aus 
Kupferdrahten mit einer Drahtstarke zwischen 80 und 50 
100 um auf die Antennenfolie aufgebracht. oder mittels an- 
derer Techniken hergestellt. Das im folgenden beschriebene 
Verfahren mufi diese Unterschiede in der Antennen tech nik 
nicht beriicksichtigen, selbst wenn die Antennen, die durch 
andere Herstellungstechniken erzeugbar sind, lediglich eine 55 
Dicke zwischen 20 und 40 um aufweisen. Die Antenne 2 ist 
im wesentlichen im Randbereich 4 des Kartengrundkorpers 
1 verlegt und weist an ihren zwei Enden jeweils nach innen 
in den Kartengrundkorper 1 versetzt angeordnete AnschluB- 
flachen 5 und 6 auf. Diese AnschluBflachen 5 oder 6 konnen 60 
als flachige Gebilde oder nebeneinander verlegte Kupfer- 
drahte 3 erzeugt werden. Diese AnschluBflachen 5 und 6 
konnen sich in der gleichen Ebene wie die Antenne 2 befin- 
den oder versetzt in der Hohe des Kartengrundkorpers 1 zu 
dieser angeordnet sein. Die Erfindung eignet sich aber ge- 65 
rade fur Ausgestaltungen, bei denen die AntennenanschluB- 
flachen 5 und 6 mit der restlichcn Antenne 2 in einer Ebene 
liegen. 
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Die AnschluBflachen 5 und 6 sind so angeordnet, daB sie 
spacer, nach Einfrasen einer Kavitat 7 sowohl auf der einen 
als auch auf der anderen Seite der Kavitat angeordnet sind. 
Die Kavitat 7 besteht aus einer mittigen tieferen Stufe 8 und 
eine diese umgebende obere Stufe 9, die einen grofieren 
Querschnitt aufweist, so daB ein Absatz 10 gebildet ist. 
Wahrend die tiefe Stufe 9 meist eine runde Form aufweist, 
weist die obere Stufe 9 die von Chipkarten bekannte recht- 
eckige Form mit abgerundeten Ecken auf. In die Kavitat 7 
wird zum spateren Zeitpunkt das Chipmodul eingesetzt, so 
daB die den Chip umgebende Kappe in der tieferen Stufe 8 
liegt und das auf seiner AuBenseite mit Kontaktflachen ver- 
sehene Tragersubstrat in der oberen Stufe 9 verankert wird. 
Das Tragersubstrat weist auch AnschluBkontakte auf seiner 
Unterseite auf, die mit den AnschluBflachen 5 und 6 am 
Grund des Absatzes 10 in Beruhrung kommen sollen. 

Nach dem in Fig. 1 dargestellten Frasschritt (durch die 
Bezugsziffer 11 ist ein Fraser gekennzeichnet) verbleibt 
zwischen den die AnschluBflachen 5 und 6 bildenden Kup- 
ferdrahten 3 eine Schutzschicht 12 mit einer Dicke in der 
GroBenordnung von 50 bis 250 um, durch die die AnschluB- 
flachen 5 und 6 wahrend und nach dem Frasvorgang abge- 
deckt bleiben. Diese oberhalb der AnschluBflachen 5 und 6 
angeordnete Schutzschicht 12 ist insbesondere in Fig. 2 sehr 
gut zu erkennen. Die AnschluBflachen befinden sich diame- 
tral gegeniiberliegend auf beiden Seiten der tieferen Stufe 8 
und unmittelbar unter dem Absatz 10 der oberen Stufe 9, so 
daB die Oberflache der Schutzschicht 12 von dem Grund des 
Absatzes 10 gebildet wird. Die Toleranz fur die verblei- 
bende Schutzschicht 12 ist so gewahlt, daB trotz der groBen 
Lagetoleranzen der AnschluBflachen 5, 6 durch das Lami- 
nieren keine Beschadigung durch den Fraser 11 erfolgt. Die 
die AnschluBflachen 5 und 6 bildenden Kupferdrahte 3 blei- 
ben somit in ihrer vollen Starke erhalten. Gleiches gilt fur 
andersartig hergestellte AnschluBflachen. Die Kartengrund- 
korper 1 konnen nachfolgend gelagert oder weiterbehandelt 
werden, ohne daB eine Beschadigung der AnschluBflachen 5 
oder 6 befurchtet werden muB, da diese durch die Schutz- 
schicht 12 abgedeckt sind. 

Anhand der Fig. 3 ist nun ein weiterer Verfahrensschritt 
dargestellt. Sollen nunmehr die AnschluBflachen 5 und 6 
freigelegt werden, so daB diese mit den entsprechenden 
Kontakten an einem Chipmodul in Beruhrung gebracht wer- 
den konnen, so wird nachfolgend die Schutzschicht 12 mit- 
tels eines Lasers trahls 13 zumindest teil weise wieder zer- 
stort. Durch den Laserstrahl laBt sich eine sehr genaue 
Menge mit genau bestimmbarer Kontur aus dem Grundkor- 
per 1 heraustrennen. Der Laserstrahl 13 ist so eingestellt, 
daB er lediglich das Material der Schutzschicht 12 zerstort 
und keinen zerstorenden EinfluB auf die AnschluBflachen 5 
und 6 ausiibt. Die Strahlparameter des Lasers 13 sind abhan- 
gig vom verwendeten Kartenmaterial. Die Absaugvorrich- 
tung 14 kann mit einem Aktivkohlefilter ausgeriistet sein 
und soil moglichst eine Sauglei stung haben, um auch Werk- 
stoffpartikel sofort aus der Bearbeitungsstelle entfernen zu 
konnen. Insbesondere werden aber auch gifdge Dampfe 15, 
die beim Lasern entstehen, beim Abtragen (Verdampfung) 
des Grundkarten materials abgesaugt. 

Die Zerstorung der Schutzschicht 12 mittels des Lasers 
13 erfolgt schrittweise. Bevorzugt erfolgt die Einbringung 
der Bohrung 16 durch linienformiges Abtragen konzentri- 
scher Kreisringe. Dabei wird mit dem groBten Kreisring mit 
einem Durchmesser von z. B. 0,8 mm und einer ausreichen- 
den Eindringtiefe begonnen. Nach dem Lasern dieses Hohl- 
zylinders wird ein weiterer, kleinerer Hohlzy Under mit dem 
Laser abgetragen. Dieser weist einen ungefahr 0,2 mm klei- 
neren Durchmesser und die gleiche Hefe auf. Dieser Vor- 
gang kann in gewunschter Weise fortgesetzt werden, bis die 
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AnschluBflachen 5 und 6 frei zuganglich am Grund der Boh- 
rung 16 liegen. Die Mittellinie der Bohrung 16 deckt sich 
mit der theoretischen Mittellinie der AnschluBflachen 5 oder 
6. Da seitliche Verschiebungen der AnschluBflachen 5 oder 

6 nur im begrenzten MaBe vorkommen, liegen die An- 5 
schiuBflachen 5 oder 6 im wesentlichen im Zentrum der 
Bohrung 16. Durch eine exakt eingestellte Laserenergie hort 
der Laser genau dort auf zu "bohren", wo er auf den mctalli- 
schen WerkstofT der Antenne 2 trifft. Damit ist eine automa- 
tische Tiefenregulierung gegeben und die Antennenan- 10 
schiuBflachen 5 und 6 konnen exakt freigelegt werden. Die 
Oberlagerung der Laserstrahllinien fuhrt dazu, daB keine 
Materialreste durch das linienformige Abtragen zuriickblei- 
ben. 

In der Fig. 6 ist schematisch dargesteilt, daB das Freila- 15 
sem der AnschluBflachen 5 oder 6 sowohl bei Drahten 3 als 
auch bei strukturgeatzten AnschluBflachen 5, die wesentlich 
dunner sind, funktioniert. Dadurch, daB die Kontur der Boh- 
rung 16 frei wahlbar ist, laBt sich auch die AnschluBflache 5 
oder 6 am Grund dicser Stufenbohrung 16 in beliebiger 20 
Geometrie erzeugen. Insbesondere lassen sich durch die ex- 
akte Fokussierung des Laserstrahls 13 sehr kleine AnschluB- 
flachen 5 oder 6 (z. B. 0,2 mm) realisieren. Dies war bi slang 
im Stand der Technik durch das Freifrasen nicht moglich. 

Anhand der Fig. 8 ist ein Verfahrensablauf dargesteilt, 25 
wie mehrere Chipkartengrundkorper 1 auf einer Rundtisch- 
anordnung 17 bearbeitet werden konnen. An der Rundtisch- 
anordnung 17 ist ein nicht naher dargestelltes Kartenlade- 
magazin 18 angeordnet, durch das die Kartengrundkorper 1 
auf entsprechende Platze des Rundtisches 19 gelegt werden. 30 
Die Kartengrundkorper 1 werden dann schrittweise in Rich- 
tung des Pfeils A weiterbewegt, indem sich der Rundtisch 
19 urn seine Achse B dreht. Um ca. 70° zum Kartenladema- 
gazin 18 versetzt ist eine Laserstation 20 am Rundtisch 19 
angeordnet, die auch iiber eine nicht naher dargestellte Ab- 35 
saugvorrichtung 14 verfugt. Es sei an dieser Stelle erwahnt, 
daB die Kartengrundkorper 1 bereits eine eingefraste Kavitat 

7 aufweisen, also der Schritt aus Fig. 1 bereits vollzogen 
worden ist. Durch die Schutzschicht 12 muB nach dem Fras- 
vorgang auch nicht eine unmittelbare Weiterverarbeitung 40 
der Kartengrundkorper 1 erfolgen, da man eine Beeintrach- 
tigung der AnschluBflachen 5 oder 6 nicht befurchten 
braucht. 

In der Laserstation 20 wird dann der in Fig. 3 dargestellte 
Schritt ausgefuhrt und z. B. eine Bohrung 16 eingearbeitet 45 
und die Schutzschicht 12 an dieser Stelle zerstort. 

Nachfolgend ist an dem Rundtisch 19 eine Uberprufungs- 
station 21 angeordnet, die eine elektrische Uberpriifung der 
AntennenanschluBflachen 5 und 6 vornimmt. Um weitere 
90° zu dieser versetzt ist eine zweite Uberprufungsstation 22 50 
angeordnet, die eine optische Uberpriifung der AnschluBfla- 
chenbereiche vornimmt. Durch das nicht naher dargestellte 
Kartenentlademagazin 23 werden die fur gut befundenen 
Kartengrundkorper 1 vom Rundtisch 19 entnommen. Sollte 
sich bei der Uberpriifung der Uberprufungsstation 21 oder 55 
22 herausstellen, daB eine Karte nicht den Anforderungen 
entspricht, wird diese je nach ausgewahtten Kriterien einem 
nochmaligen Laservorgang mittels der Laserstation 20 un- 
terzogen oder durch ein Auswurfmagazin 24 als AusschuB 
entfernt. Durch diese Anordnung ist ein Regelkreis erzeugt, 60 
der zumindest eine einmalige Nachbearbeitung von unvoll- 
standig freigelegten AnschluBflachen 5 oder 6 zulaBt. Der 
dargestellte Rundtisch 19 weist 20 Platze zur Aufnahme von 
Kartengrundkorpern 1 auf, so daB zwischen den einzelnen 
Stationen jeweils Kartengrundkorper 1 gepuffert sind. Die 65 
Nachbehandlung mittels der Laserstation 20 kann mit ver- 
ringerter Laserlei stung erfolgen, da in aller Rcgel nur ein 
minimales Nachlasern erforderlich ist. 



Nach der En tn ah me durch das Kartenentlademagazin 23 
werden die Kartengrundkorper 1 zur Einsetzung des Chip- 
moduls in die Kavitat zu einer nachfolgenden Bearbeitungs- 
vorrichtung uberfuhrt. 

Insbesondere durch die Verwendung einer Schutzschicht 
12 nach dem ersten Bearbeitungsschritt zur Herstellung der 
Kavitat 7 ist das Handling und Verarbeiten der Chipkarten- 
grundkorper 1 wesentlich storunanfalliger. 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Freilegen von AntennenanschluBfla- 
chen (5, 6) einer im wesentlichen vollstandig in einen 
Kartengrundkorper (1) einer Chipkarte eingebetteten 
Antenne (2), bei dem eine Kavitat (7) in den Karten- 
grundkorper (1) eingearbeitet wird und im Bereich der 
Kavitat (7) die AnschluBflachen (5, 6) mittels eines La- 
sers (13) zumindest bereichsweise freigelegt werden, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kavitat (7) durch 
Materialabtrag unter Belassung einer die AnschluBfla- 
chen (5, 6) vollstandig abdeckenden Schutzschicht (12) 
hergestellt wird und daB anschlieBend durch Zerstoren 
der Schutzschicht (12) mittels des Lasers (13) die An- 
schluBflachen (5, 6) freigelegt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schutzschicht (12) in einer Starke von 50 
bis 250 um hergestellt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Materialabtrag zum Erzeugen der Ka- 
vitat (7) durch Frasen erfolgt. 

• 4. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Laser (13) in Form von 
sich iiberlappenden Linien gefuhrt wird und somit die 
Schutzschicht (12) scheibchenweise abtragt. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Laser in konzentrischen Kreisringen ge- 
fiihrt wird, wobei die konzentrischen Kreisringe, be- 
ginnend mit dem groBten Durchmesser von 1 mm, be- 
vorzugt 0,8 mm, bis zum kleinsten Durchmesser von 
0, 1 mm, bevorzugt 0,2 mm, in 0,2 mm und/oder 
0,1 mm Schritten geiasert werden. 

6. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die durch Zerst6ren der 
Schutzschicht (12) erzeugten Darnpfe (15) von einer 
Absauganlage (14) abgesaugt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Saugwirkung der Absauganlage (14) derart 
eingestellt wird, daB Werkstoffpartikel, die beim Zer- 
storen der Schutzschicht (12) erzeugt werden, unmit- 
telbar von der Bearbeitungsstelle abgesaugt werden. 

8. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB in einem Regelkreis die 
Schutzschicht (12) in vorgegebenen Schritte zerstort 
wird, anschlieBend eine elektrische tJberprUfung der 
AnschluBflachen (5, 6) erfolgt und gegebenenfalls eine 
unzureichend zerstorte Schutzschicht (12) mit dem La- 
ser (13) nachbearbeitet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB zusatzlich zur elektrischen tjberprufung eine 
optische Uberpriifung der AnschluBflachen (5, 6) 
durchgefuhrt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kartengrundkorper (1) der Chip- 
karten auf einer Rundtisch vorrichtung (17) angeordnet 
und schrittweise von einer Ladestation (18) zu dem La- 
ser (20), dann zu einer elektrischen Uberprufungssta- 
tion (21), gegebenenfalls anschlieBend zu einer opti- 
schen OberprUfungsstation (22) und anschlieBend zu 
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einer Entladestation (23) bewegt werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen den Stationen (18, 20, 21, 22, 
23) die Kartengrundkorper (1) auf der Rundtischvor- 
richtung (17) gepuffert werden. 5 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB nachfolgend der "Qberprufungssta- 
tionen (21, 22) fchlcrhaftc Kartengrundkorper (1) 
durch eine Auswerf station (24) von der Rundtischvor- 
richtung (17) entfernt werden. 10 
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